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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ガラス内に形成した超高アスペクト比の微細孔の断面を観察することを目的とした．
新加工法の開発によって，ガラス内に直径5μm未満，深さ500μm以上の超微細孔
を加工した．その孔の微細な断面を観察するために，断面の切り出しと断面の電子
顕微鏡による観察を実施した．

実験
Experimental

新加工法で微細深孔を30 μm間隔で加工したガラスサンプルを用意し，クロスセ
クションポリッシャーに入るサイズに割断した．クロスセクションポリッシャーに
より，孔加工を施した断面を削り出した．最後に断面を電子顕微鏡によって観察し
た．

結果と考察
Results and Discussion

クロスセクションポリッシャーによって，孔の断面を，最大300 μm程度の深さに
わたって得ることができた．つまり，テーパ角にして0.6度未満の断面加工が達成
された．ただし，孔がアスペクト比100以上の非常に高アスペクト比かつ，
径5μm以下であったため，深さ500 μmにわたる完全な断面を得ることはできな
かった．また，クロスセクションポリッシャーによって孔の断面が一部ダメージを
受けたため，断面を得る前の孔内部の状態を電子顕微鏡で観察することは難しかっ
た．
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作成・観察された微細孔の断面
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70度の方向から観察された断面．クロスセクションポリッシャーによるダメージの
痕跡が確認できる．
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